
2008.09  page 1 of 4 

 

 
 

使用上の注意点 
 

素子性能を十分に発揮し，より高い信頼性をもってご使用いただくために，システム設計時や測定取扱い
時にご配慮願いたい事項および注意点について説明します。 

1. 絶対最大定格について 
データシートに規定されている絶対最大定格は，瞬時たりといえども絶対に越えないようにしてください。
特に，次の点に注意してください。 

(1) LDを動作させる場合，AC電源スイッチの ON-OFF，あるいは出力調整時に発生するスパイク電流で素子
が破損することがあります。素子の使用に当たっては，必ず電源の過渡特性をチェックして，スパイク電

流レベルで素子が最大定格をオーバーしないことを確認してください。 
(2) LDは，最大発光出力を越えてドライブしますと，反射鏡面が物理的な損傷を受けて瞬時破壊したり，劣
化を誘発し，その信頼性が著く損なわれます。 

(3) 最大定格は，ケース温度 25°Cにおける値が規定されています。したがって，温度が高くなるにつれて最
大発光出力や許容損失は低下し，動作範囲が制限されますので，できるだけ余裕のある設計をしてくださ

い。 
(4) 最大定格以上の逆電圧は絶対に印加しないでください。 
 

2. 静電破壊について 
素子は，静電気により破壊もしくは劣化する危険性がありますので，静電破壊防止にご配慮ください。 

静電破壊は，人体に帯電している静電気，あるいは検査装置から発生する異常パルスおよびはんだゴテの
漏洩電圧，運搬キャリアの材質の不適切から起こります。 

使用に際しては，以下のような注意をお願いします。 

(1) 人体衣服に帯電した静電気による破壊を防止するため，取扱中は人体を高抵抗 (通常 500kΩ～1MΩ) を介
して接地し静電気を放電させてください。 

(2) はんだゴテの漏洩電圧が素子に印加されないようにするため，はんだゴテはアースしてください。 
(3) 運搬中の容器，治具は，輸送中の振動などで帯電しないものを使用してください。導電性容器やアルミ箔
などを使用するのが有効です。 

 

3. 保管について 
(1) 保管条件は，温度 5～30°C，湿度 40%以下とし，できるだけ低温・低湿度に保ってください。また，急激
な温度変化により，水分の結露が起きないようにしてください。乾燥窒素雰囲気中 (露点–40°C) に保管
することを推奨します。 

(2) 保管の雰囲気は，有害ガスがなく，できるだけ塵埃の少ない状態にしてください。 
(3) 保管の容器は，静電気の帯びにくいものにしてください。 
 

4. 安全性について 
レーザ光は，人の目にはほとんど見えませんが，人体に有害ですので，動作しているとき，発光点(部)や
光ファイバ先端を直接見たり，レンズを通して見たりしないように十分注意してください。 

レーザ光と外部の光学系との光軸調整を行う場合には，赤外線が検知できる赤外線カメラ (たとえばシリ
コンビジコン) を用いてレーザ光を観測してください。 
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5. LDのパッケージの取扱い 

5.1 G形，MG形，FM形，FG形，DG形，および TG形パッケージ 

(1) 窓ガラス表面を汚したり，傷つけたりしますと光出力が低下したり，ファー・フィールド・パターンが乱
れたりしますので触れないようにしてください。汚れがついたときは，綿棒にエタノールをつけ軽くふき

とってください。 
(2) キャップを強くはさむなどしますと，窓ガラスのクラックや封止部の気密劣化の原因となります。 
(3) リード線を根元より曲げるとガラス溶着部がクラックし，気密劣化の原因となります。 
(4) パッケージの切断，加工，変形は，絶対に行わないでください。 
(5) 放熱板への取付けについて 

LDのパッケージは，必ず放熱板に取付けてご使用ください。 
ダイオード本来の高い信頼性を失わないために，パッケージへの機械的ストレスを最少にして十分な放熱

効果をあげることが必要です。 
a.  放熱板は動作させる条件によって異なりますが，30 × 40 × 2mm3以上の銅あるいはアルミ板を使用して

ください。 
b.  放熱板と素子のステムとの接触面は， 平坦 (▽▽仕上げ以上) にしてください。また，放熱板の取付
面での突起と反りおよびねじれはいずれも 0.05mm以下としてください。 

c. パッケージを放熱板にはんだ付けしないでください。 
d. 取付ける際，工具がキャップに当たりますと窓ガラスクラックを招く恐れがありますのでご注意くだ
さい。 

e. 放熱グリースは窓ガラスを汚染する可能性がありますのでご使用にならないでください。 
(4) はんだ付けについて 

a. はんだ付けはリード線の根元から 1.0mm以上離れた位置で行なってください。 
b. フラックスが飛散して窓ガラスやレンズ部へ付着しないようにしてください。 
c. はんだ付け時間は，260℃以下で，10秒以内としてください。 

 

6. はじめて使用する場合の注意 
(1) 静電破壊について 
素子は静電破壊を起こしやすいのでそれを防止するため，取扱いや実装回路設計時には次の点に注意して

ください。 
a. 作業台を電源アースラインと同電位にしてください。 
b. 作業者は，人体アースをしてください。その際は，リストバンドを装着し電源アースラインと同電位
部に接続してください。 

c. 高周波的にサージが発生する恐れのある装置は，素子の近くで動作させないでください。駆動回路の
リードがアンテナとなり，誘導電界で素子が破壊する恐れがあります。表 1に LDのサージ破壊防止
対策の(例)を示します。 

 

500 kΩ to 1 MΩ
 

図 1 人体アース 
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表 1 LDのサージ破壊防止対策 (例) 

項目 内容 仕様例 
作業者はきちんとアースをとっているか 1MΩの抵抗を介して腕に巻く (リストバンド式)
測定装置，検査装置や作業台のアースは共通になっている

か 
シールドルーム使用時もアースは共通とする 

人体アース 

アースのレベルを管理しているか 10Ω以下 
立下げ電源から個々の測定器電源へは，Noise Filterを通し
て配線する 

 

電源個々に Noise Filterを入れる Cと Rで構成 
電源自体は，通常 ON状態にしておき，ON · OFFは外部
SWで行う 

 

停電時電源 OFF順序制御  

電源 

リレーのチャタリング  
電灯・同一室内 (同一 line) の電源線の ON · OFF時は作
業を一時中断する 

 

梱包・測定作業の際は，イオンブローを行うか，弱い負イ

オン雰囲気内で行う 
(大量に製品を移動する場合も同じ) 

 

作業関係 

はんだゴテ バッテリー式はんだゴテ 
キャリア治具 · 梱包ケースの導電化 
(特に個別ケース) 

 

作業場に導電マットを敷く 300Ω以下 
室内雰囲気の湿度・管理 RH50 ± 10%目標 
製品の端子間をショートする  
ボリュームのガリ ボリュームの定期交換 

治具 · その他 

電源リップル バッテリー電源 
 
(2) LDを動作させる場合 
初めて LDを動作させる場合は，次の点に注意してください。 
a. 放熱板を取り付けてください。その大きさは，動作する時間や出力にもよりますが，最初条件が決ま
らない場合は比較的大き目の放熱板 (50 × 50 × 2mm3銅またはアルミ) を使ってください。 

b. 駆動回路は，APC (Automatic Power Control) 機能を有していることが望ましいのですが，回路が複雑
になるにつれて調整ミスにより破壊させる場合が多々ありますので，最初に単に動作させてみるだけ

の目的では，簡単な定電流回路をおすすめします。 
c. LDを図 2のような電源と接続させる場合は，電源 ON状態で，ボリュームを最小にしぼってから接続
してください。取りはずす場合は，ボリュームを最小にしぼった状態で取りはずし，その後に電源ス

イッチを切ってください。 
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図 2 LD駆動回路 (例) 
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(3) LD駆動回路 
LDの光出力は，周囲温度の変動で容易に変化するので，温度が変化しても一定光出力が得られるように，
モニタ光を検知し，駆動電流にフィードバックする APC (Automatic Power Control) 機能を駆動回路に持た
せるのが一般的です。 

 

7. IREDのパッケージの取扱い 

7.1 SG形，および FL形パッケージ 

これらのパッケージはガラスキャップにて気密封止していますので，耐湿性に強く，取扱いが容易です。
素子の取扱いに際しては，次の点にご注意ください。 

(1) ガラス (レンズ) 表面に汚れが付きますと光の取り出しが悪くなり，見かけ上，光出力が低下しますので，
ガラス (レンズ) 表面を汚さないでください。 

(2) パッケージを加工したり，変形させたりしないでください。特にキャップを強く挟んだり，リード線の根
元を強く折り曲げたりステムの下面を強く押えたりしますとガラス溶着部が割れたりして気密性の劣化

につながりますので注意してください。 
(3) 放熱板の取り付けについて 

IREDチップは高電流密度による高い温度上昇を伴いますので，必ず放熱板に取付けてご使用ください。
放熱板の取付けをしないと規定の光出力が得られなかったり，素子劣化の原因にもなります。放熱板の取

付けに際しては次の点に注意してください。 
a. 放熱板は動作させる条件によって異なりますが，20 × 30 × 2mm3以上の銅あるいはアルミ板を使用して

ください。 
b. 放熱板と素子のステムとの接触面は， 平坦 (▽▽仕上げ以上) にしてください。また，放熱板の取付
面での突起と反りおよびねじれはいずれも 0.05mm以下としてください。 

c. 温度が上昇した場合にシリコングリスが流れ出し，ガラスの表面に付着し出力減少を引き起こすこと
がありますので，シリコングリスは使用しないでください。 

(4) はんだ付けについて 
a. はんだ付けはリード線の根元から 1.0mm以上離れた位置で行なってください。 
b. フラックスが飛散して窓ガラスやレンズ部へ付着しないようにしてください。 
c. はんだ付け時間は，260℃以下で，10秒以内としてください。 

 


